              Oxford  ICP  E-chuck 請購規範書
1、 採購目的及用途：

因目前偶發有 wafer 平邊在製程結束傳出後有 shift 的現象,原廠廠商去年進行年保時也確認此現象, 經檢查後建議更換 E-chuck , 一方面是此設備已使用7年, 且其表面有輕微的損傷,若再使用或許會影響製程的蝕刻率.，故提出採購進行更換，以利設備後續運轉與研發計畫執行。
2、 保養維修內容：

	項次
	品項
	數量

	1
	 4 Inch ESC PUCK 
	1 


3、 驗收項目及規格：
	項目
	規格

	規格型號(原廠料號)
	4 Inch ESC PUCK 100mm FLAT ASY KIT

	傳送測試
	確認 wafer load/unload 無 shift 現象. 

	漏率檢測
	更換後執行 Auto Leak Rate Test ok

	製程測試
	製程常用 recipe 測試 


4、 文件要求：
無。
5、 保固：

1.產品保固期限為3個月(由驗收完成日期算起)。
2.運送途中有損傷，廠商需付賠償責任，賠償我方。
3.公司須派員安裝服務，安裝時間由我方決定，啟用時若遇突發性異常狀況，公司須派員協助處理。
6、 交貨日：

 
  依據工研院採購訂單內明訂之「需用日期」為主。
